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FUNDAMENTO DEL INVENTO

Un tipo comfn de construccién para alam-
bres o cables eléctricos disefiados para aplicaciones de
voltaje medio a alto, por ejemplo aproximadamente 15 a
35 KV, asi como otras clases de servicio eléctrico, com
prende combinaciones de una o més capas aislantes y ca-
pas semiconductoras. Por ejemplo, en una estructura ti-
pica de cable, el conductor metalico puede estar provis
to de uwn aislamiento polimero orgénico tal como polieti
leno reticulado, ¥y un cuerpo de recubrimiento de mate-
rial semiconductor que comprende una composicién polime
rs organica que se ha hecho electroconductora por inclu
gién en ellas de agentes o cargas que imparten conductivi
dad eléctrica tal como negro de humo. Aunque estas cons
trucciones de cable pueden variar en ciertos elementos,
y a menudo incluyen un componente intermedio dispuesto
entre el conductor metalico y el cuerpo primario de als
lamiento dieléctrico tal como una capa de cinta de sepa
racldén o cepa interna de material semiconductor, o estar
encerradas dentro de envolturas con recubrimiento pro-
tector, incluyendo convencionalmente todas de tales cong
trucciones de cables al menos un cuerpo de alslamiento
primario que rodea al conductor con un cuerpo de recu-
brimiento de material semiconductor en contacto fisico

con el aislamiento. Sin embargo, esta disposicidén de una
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capa de aislamiento con una capa superpuesta de mate-
rial semiconductor sobre ella lleva consigo ciertos in-
convenientes.
Por ejemplo, para evitar la existencis de
5 ionizacién o formacidén de corona que resulta de los hue
cos o bolsas internos dentro de la construccién de ca-
ble y como Ultima consecuencia la rotura del aislamien-
to, es necesario eliminar la presencia o posible exis-
tencia de cualquier espacio libre o huecos en el interior
10 o que resulten de la superficie de separacién entre las
superficies adyacentes del cuerpo del aislamiento y el
cuerpo de material semiconductor. La patente de EE.TUU.
3.677.849 trata este problema de los espacios huecos in
termedios en la superficie de separacidn del aislamien-
15 to y el material semiconductor asplicando un tratamieﬁ%o
térmico al producto ensemblado para producir una con-
traccidén del material semiconductor de modo estanco al-
rededor del aislamiento. L& patente de EE.UU. 3.259.688
propone Und solucién diferente a este problema que com~
20 prende una construccidn distinta y un tratemlento de
irradiacidn. Adicionalmente, la patente de EE,UU,
3.646,248 indica que este problema se resuelve por el
empleo de un aislamiento de terpolimero olefinico con
un primer sistema de curado y un material semiconductor

25 de terpolimero olefinico con un segundo sistema de cura
30-12-74., '
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do que comprende un agente de curado diferente.

Ademds, la capa de aislamiento y la capa
semiconductora de recubrimiento para el cable eléctrico
pueden formerse concurrentemente alrededor del alambre
0 del conductor metdlico por medio de un proceso de ex-
trusidn simulténeo en continuo con un aparato extrusor,

0 estas capas se forman wna después de las otra em-
pleando extrusores en cascada, y ambas capas se curan lue
go al mismo tiempo en una operacidén tmica y se unen para
hacer minimo el nimero de etapas de fabricacién y aparsa
tos. Sin embargo, el curado simulténeo de ambas capas Jun
tas, o incluso el curado de solamente una capa mientras
estd en una posicidn contigua a la otra, puede dar como
resultado la formacidn aparente de enlaces de reticulacidn
que wnen la superficie de separacidén entre las superfi-
cies adjuntas de cada fase. La existencia de tales enla
ces de reticulacidn que wnen la superficie de separacién
entre las superficies de dichas fases hacen muy diffcil
su separacién subsiguiente, tal como la retirada de una
parte del cuerpo de material semiconductor de alrededor
del aislamiento por desprendimiento con el propdsito de
formar empalmes de cables o conexiones terminales. Di-
cha separacién requiere la aplicacién de gren fuerza, v,

al ser quitado como corteza, el material semiconductor

- estd dispuesto a dejar un residuo sustancial de su masa
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firmemente adherida a la otra superficie o al aislamien
to. Como es sabido en la técnica, es necesario cuando

se empalman y tratan extremos de cables que el mabterial
semiconductor se desprenda limplamente o se elimine com
pletamente de la seccidn terminal del extremo del cable
sin ningin deterioro o pérdida de material de las super
ficies subyacentes del aislamiento, y asi la separacidén
puede requerir una cantidad apreciable de tiempo de tra
bajo y costes adicionales cuando el material semiconduc
tor se gepara con dificultad por desprendimiento y/o un
residuo de dicho material permanece adherido tenazmente
a la superficle del aislamiento. Las dificultades de es
te aspecto de dichas construcciones de cable son el ob-
jeto de las patentes de EE, UU. 3.384.821 y 3.643.004.

RESUMEN DEL INVENTO

Este invento comprende una combinacidn de
materiales polimeros orgénicos especificos, que se cu-
ran por sistemas de curado diferentes, y una construc-
cién compleja formada con ellos en donde las dos fases
o cuerpos de los materiales curables se unen de modo ad
herente unas con otras en sus superficies de contacto
para proporcionar una unidn sustancialmente continua y
Begura de sus superficies de conbtacto que se exbtienden

sobre su superficie de separacién comfm., La combinacién

¥ los sistemas de curado del invento evitan efectivamen
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te la existencia de espacios vacios intermedios entre
1la superficie de sepsracidén de las dos fases o cuerpos,
mientras que al mismo tiempo proporcionan una unidn de
la superficie de separacién entre las fases que se sepa
ra facilmente con una fuerza de arrastre relativemente
pequeila con lo cual 1os componentes se separan con su-
perficies limpias cada una libre de cualquier residuo
de la otra., Bl invento tembién comprende un método para
producir cables eléctricamente aislados y b;indados.

El invento incluye la combinacién de un
primer cuerpo de polimero que contieﬁe etileno curable
ﬁor perdxido con un gegundo cuerpo constituido por un
caucho de polietileno clorosuifonado curable pbr agu-
fre (Hypalon). E1 polietileno clorosulfonado ‘curable por
azufre puede contener cantidades menores de un caucho
de etileno-propileno dispersado en é1 para me jorar las
propledades plésticas del caucho de polletileno cloro-
sulfonado. '

Las composiciones y las caracteristicas
de esta combinacidén son adecuadas y ventajosas unicamen
te para el empleo en la construccidn de alambres y ca-
bles electrlcos aislados para la formaclon de u aisla-
miento complejo de un polimero que contiene etileno con
un material semiconductor que se desprende fécil y lim-

_piamente superpuesto sobre el aislamiento. El material

-6 -
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polimero que comprende dicho eldstomero de polietileno
clorosulfonado puede hacerse electroconductor de forms
adecuada de modo que se comporbte como un material semi-
conductor cargandolo apropiademente de un agente o car
ga tipico que imparte conductividad eléctrica tal como
negro de humo, dispersado en toda la masa, o cualquier
otro material en particulas eléctricamente conductor tal
como carburo de silicio, hierro, aluminio, etc. en can-
tidades tales para impartir el grado deseado de conduc-
tividad.

BREVE DESCRIPCION Di LOS DIBUJOS

La Figura 1 comprende una vista en pers-—
pectiva de una parte de un conductor aislado que tiene
un blindaje semiconductor; ¥y

Ia Figura 2 comprende una vista de la sec
cidén transversal del aislamiento Y la capa semiconducto
ra de recubrimiento alrededor de una parte del conducto
metélico.

DESCRIPCICH Dii UNA REALIZACION PREFERIDA

A continuacién se describe este invento
en relacidn con su principal campo de aplicacién y uti-
lidad, especialmente, la conptruccidén y el método de
producir alsmbre y cable eléectrico, aunque se consideren
otras zonas de aplicacidn.

Ll invento comprende especificamente uns

-7 -
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nueva combinacién de materiales polimeros curables da-
dos, o cuerpos combinados constituidos por los mismos,
que proporciona caracteristicas de superficies de con-
tacto tmicas cuando sus superficies contiguas estén uni
das juntas de forma adherente por curado del material
polimero de al menos uno de los cuerpos combinados. Los
materiales polimeros curables del invento comprenden pa
ra una fase, un cuerpo o unidad de polimero que contiene
etileno curable por perdzido, y para la otra fase del
complejo, un cuerpo o unidad de un eldstomero de polie-
tileno clorosulfonado curable por azufre.

£l polimero que contiene etileno curable
por perdxido de una fase de los cuerpos polimeros com-
binados incluye polietileno, un material de aislamiento
eléctrico empleado comin y extensivsmente para alambre
¥ cable, que es curable por reticulacién con agentes de
curado de tipo perdxido a un estado termoestable mante-
niendo los requisitos del invento. Se incluyen también
copolimeros similares de etileno y otros materiales poli
merizables, y mezclas de dichos polimeros y copolimeros
que estan compuestos predominantemente al menos de etile
no y son conocidos en la técnica para proporcionar ais-
lamientos elédctricos eficaces curables por reticulacién.
Por ejemplo, copolimeros de etileno y acetato de vinilo

¥y copolimeros similares en los que el contenido de eti-

-8 -
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leno es mayor del 50 en peso, y preferiblemente al me-—
nos aproximadamente 75,, en peso de contenido de etileno.
Esta Gltima clase de copolimeros de etileno y mezclas pa
ra materiales de aislamiento eléctrico para alambre y
cable estd descrita en las patentes de FE.UU. antes
mencionadas 3.259.688 y 3.684.821, y otras publicacio-
nes de la técnica anterior.

Ia fase de elastémero (IIypalon) de polie=-
tileno clorosulfonado curable por azufre, que cuando se
une a la fase de polimero que contiene etileno curable
por perdxido produce las caracteristicas y funciones de
superficies de separacién distimtives de este invento, pue
deé incluir cantidades menores de un copolimerc de etile
no-propileno o caucho terpolimero como agente de reblan
decimiento o plastificante para hacer al polietileno
clorosulfonado mids menejable en el amasado con la carga
electroconductora y otros ingredientes y en el trata-
miento y conformacién. Al ser curable con los mismos
sistensis de curado por azufre que el polietileno cloro-
sulfonado, pueden incluirse terpolimeros de etileno, pro
pileno ¥y un dieno en cantidades de hasta aproximadsmente
30/ en peso de la mezcla con el polietileno clorosulfo-
nado. Los copolimeros de etileno ¥y propileno gque no son
curables con los sistemas de azufre, no puede tolerar pro

porciones de mis de aproximadasmente 20% en peso de la

-9 -



mezcla con el elastdémero de polietilo clorosulfonado.
Tos terpolimeros de etileno-propileno incluyen cauchos
comercialmente asequibles producidos por copolimeriza-
cién de etileno y propileno junto con proporciones ne-
5 cundarias de dienos tales como etilidien-norboneno, o
diciclopentadieno o 1,4-~hexadieno. Los terpolimeros de
etileno-propileno con diends, como es bien conocido en
la técnica, dan amplitudes mayores en los sistemas de
curado asequibles en relacién con los copolimeros de
10 ¢tileno y propileno solamente. Especificamente, los cg
polimeros requieren un mecanismo de curado por radica-
les libres como el proporcionado por un compuesto de
tipo perdxido, mieiitras que los terpolimeros con estos
radicales insaturados adicionales pueden tembién curar
15 Ee con un sistema de curado con acelerador de azufre
convencional, asi como con un sistema de radicales li-
bres de tipo perdxido.
Tos sistemas de curado que llevan azufre
para el polietileno clorosulfonedo (Hypalon), y para los
20 terpolimeros de etilenoc-propileno, son convencionales y
bien conocidos en la técnica, por ejemplo, disulfuro de
tetrametiltiuram (METHYL TUADS), disulfuro de tetrametil
tiurem (ETHYL TUADS), tetrasulfuro de dipentametilen-
~tiuram (SUIFADS), y los agentes de curado que llevan
25 azufre comercisles similares.

30-12-74.
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Para servicio en aplicaciones eléctricas
tales como un componente seniconductor en cables para
servicios de voltajes medio a alto, el alastémero de po
lietileno clorosulfonado curable por azufre puede hacex
se fhacilmente electroconductor en cualquier grado desea
do apropiado por el relleno o inclusidn en toda su masa
de una cantidad adecuada de un agente que imparte con-
ductividad eléctrica, tal como aproximadamente 15 a 75
partes de negro de humno o particulas de metal en peso
de los ingredientes polimeros de acuerdo con practicas
convencionales. Cuando se hace electroconductor facil-
mente con una cantidad adecuada de un material conduc-—
tor, dispersado en toda la masa, el polietileno cloro-
sulfonado puede realizar las funciones eléctricas reque
ridas de un material semiconductor en cable eléctrico,
¥ cuando se combina con un pislamiento de polimero que
contiens etileno y se cura de acuerdo con los requisi-~
tos de este invento, proporcilona las propiedades de su-
perficies de separacién Unlcas gque eliminan efectivamen
te la existencia de espacios vacios intermedios entre
las superficies de separacién del aislamiento ¥ los ma-
teriales semiconductores ¥y también permite wna separa-
cién fAcil y limpia del material semiconductor del ais-
lamiento.

Ta fase o material polimero que contiene

-1 =
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etileno de la combinacidn de este invento es curable
a un estado sustancialmente termoestable por reticula-
¢idn con wn perdxido formador de radicales libres de
acuerdo con las oracticas convencionales tales como se
describe en las patentes de =i. UU. 2.888.424 ¥
3.079.370, y la técnica anterior relevante subsiguien=-
te. Un sistema de curado por reticulacién preferido para
el material polimero gue conbiene etileno comprende el
empleo de un asente de curado de tipo perdxido tercia-—
rio tal como peroxide de dicumilo.

in la practica de este invento se requiere
que al menos una de las fases o cuerpos polimeros, o
bien el polimero que contiene etileno curable por perd-
wxido o el polietileno clorosulfonado curable por azufre,
experimente curado mientbras la superficie del mismo es-
t8 en contacto fisico intimo con la superficie del otro
cuerpo o fase polimero con lo cual el mecanismo de cura
do de una fase puede efectuar los enlaces aparentes que
enlazan las swerficies para unir de modo sdherente las
superficies de contacto de la superficie de separacion,
Sin embargo, como cuestién préctica los sistemas de fa-
bricacién mds convenientes tales como la extrusidén sucg
siva o en cascada de las capas dobles de polimero que
contiene etileno y polietileno clorosulfonado de recu-

brimiento sobre el nlGcleo de alambre seguido por curado

- 12 -



10

15

20

25
30=12-74.

simultaneo de ambas fases juntas, implicarian el curado
preferido de cada fase o méterial polimero de la combi-
necién al mismo tiempo para alcanzar sus efectos opti-
mos.

Con referencia a los dibujos, se muestra
en perspectiva en la Figura 41 un cable tipico de wna
capacidad de voltaje medio a alto del tipo al que es
aplicable y ventajoso especialmente este invento, y una
parte pequeila de dicho cable se muestra tembién con el
aislamiento y la capa semiconductora en seccidén trans—
versal longitudinal alrededor del conductor en la Figu-
ra 2. Bl producto de cable global 410, comprende princi-
palmente un conductor metélico 12, un primer cuerpo re-
lativamente grueso de un aislamiento polimero que con-
tiene etileno curado por perdxido 14 que rodea sl con=
ductor; y recubrimiento al aislemiento estéd un segundo
cuerpo o capa de un material semiconductor de polieti-
leno clorosulfonado curado por azufre 16. Otros compo-
nentes pueden inclulrse en la estructura de cable de
acuerdo con disefios conocidos, por eJjemplo papel o cin-
ta de separacidén, o una capa semiconductora situada en-
tre el conductor metalico 12 y el aislamiento primario
14, tel como se muestra en las patentes de EE.UU. antes
mencionadas 3.259.688 y 3.684.821, y los medios de estbe

invento se aplican en ellas con sus ventajas inherentes

-13 -



siempre y cuando el aislamiento se apoye en el componen
te semiconductor, como es usual en ios cables de capaci
ded de voltaje medio a alto. Al curar al menos un compo
nente de la combinacidn superpuesta, bien el cuerpo del
5 aislamiento de polimero que contiene etileno curable
por perdxido 14 o el cuerpo del material semiconductor
cargado de polietileno clorosulfonado curable por azu-
fre 16, y preferiblemente los dos puntos, el aislamien-
to y el material semiconductor que recubre al aislamien
10 to llegan a estar unidos @e modo adherente uno con el otro
produciendo wna superficie de separacién unida 18 de ca
racteristicas tnicas que eliminan los huecos intermedios.
Ademés, le unién adherente as{ formada entre estos com-
ponentes puede separarse por aplicacién de un fuerza de
15 arrastre pequeiia de solamente unos pocos kilos y las su
perficisés de la superficie de separacién se separan lim
piamente quedando cada superficie exenta de adherencias
de la otkra,
Los siguientes comprenden ejemplos especi
20 ficos de materiales polimeros adecuados y preferidos pa
ra la aplicacién de este invento en la construccién de
cables de alto voltaje que comprenden un cuerpo de ais-
lamiento de polietileno curable por perdxido combinado
con un cuerpo recubierto de un material semiconductor
25 de un soporte o matriz polimero que comprende elastdme-
30=12~74.
- 14 -
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ro de polietileno clorosulfonado curable por azufre car
gado con material conductor en particulas.

Ta composicidn de polimero que contiene eti
leno que comprende el aislamiento, o una fase o cuerpo
polimero de la combinacién de este invente, consistia en
la férmula de aislamiento comercial tipica siguiente:

BJEMPLO A

. en Partes en
neso Peso
Polietileno, de baja densidad R-4 de
.Sinclair Koppers Company 62,70 100,00

Arcilla calcinada - Arcilla Whitetex 31,04 50,00
Pigmento de didxido de titanio
Titanox RA-NC 3,10 5,00
Antioxidante - Monsanto Flectol-H,
politrimetildihidroquinoleina 1,09 1,75
Vinil-xileno 0,93 1,50
Agente de curado ~ Hercules Di-Cup T,
peréxido dé di-alfa-cumilé 1,77 2,85
Zstos ingredilentes fueron smagados en un
mezclador adecuado que comprende un aparato de rodilloes,
hasta dispersarse sustancialmente de forma homogénea,
S8in embargo, de acuerdo con las préacticas convenciona-
les, todos los ingredientes, excepto el perdxido, fueron
mezclados primeramente a temperaturas elevadas de apro-

ximadamente 121¢C, o dentro del intervalo de aproximada

- 15 -



mente 9590'a 1490C, para fluidificar el polimero y faci
litar la mezcla. La mezcla fue después enfriada por de-
bajo de la temperatura de descomposicidn del agente de
curado de tipo perdxido particular, en este caso hasta

5 por debajo de aproximadsmente 1042C, después de lo cusl
se afiadi6 el agente de curado de tipo perdxido y se dis
persd a través de la nezcla. Ia composicién estaba enton
ces lista para conformacién hasta una forma dada y cura
do por gplicacidén de calor.

10 Los sipuientes comprenden ejemplos del elas
témero de polietileno clorosulfonado curado por azufre,
en los cuales un cuerpo o cana en combinacidén con un
cuerpo o capa de polimero que contiene etileno curado
por perdxido, produce las caracteristicas de superficie

15 de separacidn tnicas de este invento. En estos ejemplos
el componente de polietileno clorosulfonado curable por
azufre se carga con negro de humo eléctricamente conduc
tor con el fin de que se comporte como material semicon
ductor en un cable eléctrico en combinacidén con wn ais-

20 lamiento de polietileno de la formulacidn anterior.

LJAMPLOS I-IV

In los ejemplos sigulentes, muestras com-
puestas de la composicidn de polietileno curable por pe
réxido dada en el Ejemplo A, y una muestra del elastéme

25 ro-de polietileno clorosulfonado curable por azufre y su
30-12-74,
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mezcla con la formulacidén de terpolimero etileno-propi-
leno dada en los Ejemplos I y II fueron laminadas indi-
vidualmente en un laminador caliente, y una banda calien
te, que media aproximadamente 1,524 a 1,905 mm de espe-

5 sor, de la composicidn de polietileno se reunidé con una
banda caliente similar de cada una de las formulaciones
de los Ejemplos I y II de aproximadamente el mismo espe
sor. Ias muestras de las bandas reunidas asi formsda
que comprende un complejo de los Ejemplos A-I y A=IT se

10 moldearon individualmente cada una como planchas de com
plejo en una prensa y se curaron a 1542C dursnte aproxi
madamente 45 minutos para simular un moldeo por extrusidn
sucesiva de una capa caliente sobre otra sepguido por un
curado simulténeo.

15 Después de enfriar cada una de las muestras
& la temperatura ambiente y acondicionarlas a las condi
ciones ambientes durante aproximadamente 16 horas, se
ensayé una seccidn de 10 cm de largo y 1,27 cm de ancho
de cada una de las muestrag curadas del complejo en un

20 "aparato de ensayo Scott para estudiar la separabilidad,
y la fuerza de arrastre en kilos requerida para separar
las capas adheridas de cada muestra se da en la Tabla
siguiente para los Ljemplos I y II,

Las formulaciones dadas en los Ejemplos

25 II; y IV, fueron extruidas respectivamente en un espe-

301274,

-7 -



10

15

20

30~12-74.

sor de aproximadamente 1,143 mm sobre un aislamiento de
polietileno no curado de la composicidn del Ejemplo A
que habia sido formado en un extrusor alrededor de un
ncleo de un conductor de alambre No 20 AWG de un espe-~
sor de aproximadsmente 4,445 mm, Cada una de dichas
muestras de alambre del complejo de las mezclas de po-
lietileno curable por perdxido y polietileno clorosulfo
nado curable por azufre fueron luego curadas con vapor
a una temperatura d8 aproximadamente 1659C y 14,70
kg/cm2 absolutos dursnte un periodo de tratamiento de
eproximadamenté 3 minutos. Después de enfriar y acondi-
ciohar a temperaturs ambiente se determinaron el arras-
tre o traccidn requerido para el retirar o separar la
capa de cada wna de las muestras del complejo de polime
ro y sus caracteristicas de rotura. Im fuerza de trac-
cién para separar una seccidén de 13 mm de ancho de la
formulacidén de polietileno clérosulfonado dada en los
Ejemplos III y IV de la compoSicién'de polietileno wi-
de adhesivaments del Ejemplo A se da tembién en la Ta-
bla siguiente para los Ejemplos I-IV. También se encon-
trdé que cada una de las muestras se podia separar limpia

¥ exenta de cualquier residuo.

- 18 -
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—~ REIVINDICACIONES -~

Los puntos de invencién propia y nueva
que se presentan para que sean objeto de esta solicitud
de Patente de Invencién en Espafia, por VEINTE afios, son
los que se recogen en las reivindicaciones siguientes:
10 18,~ Método de producir un conductor eléc-
trico aislado y blindado eléctricamente, que comprende
las etapas de: &) formar un aislamiento eléctrico sobre
un conductor por extrusién sobre &1 de un cuerpo de re-
cubrimiento de una composicién polfmera curable que com-
15 prende un polfmero gque contiene etileno y un agente de
curado de tipo perdxido; b) formar un blindaje semicon-
ductor sobre el aislamiento eléctrico que recubre el
conductor por aplicacién en sus superficies de un cuer-
po de un elastémero ourable que comprende polietileno
20 clorosulfonado y un agente de curado que contiene azu=-
fre; y ¢) ocurar al menos uno de dichos cuerpos curables
mientras que estdn en contacto superficial uno con el otro,
con lo cual sus superficies se unen adherentemente una
a la otra con ung unidén fdecil y limpilemente separable,
25 28,- Método segin la reivindicacién 18,

15=9-76 - 20 -
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en el que el elastbmero ourable de polietileno clorosul-
fonado contiene una cargs eléotricamente conductora dis-
porsade en toda la mase en ung cantidad de aproximada-
mente 15 a aproximadamente 75% en peso del elastémero

de polietileno clorosulfonado.

38.~ Método segin la reivindicacidn 18,
en el que el elastémero curable de polietileno clorosule
fonado incluye hasta aproximadamente 30% en peso de ter-
polimero de etileno-propilenc.

48,- Método segin la reivindicacién 18,
en el que el polfmero gue contiene etileno es polietile-
no y el agente de curado de tipo peréxido es un peréxido
terciario orgénico,

58, Método segin la reivindioacién 18, en
el que en la etapa &) el polfmero gque contiene etileno
es polietileno y el peréxido es un peréxido terciaﬁio
orgénico, el agente de ocurado que contiene azufre de
la etape b) contiene una carga eléctricemente conduc-
tora dispersada en toda su masa en una cantidad de aproxi-
mademente 15 a aproximadsmente 75% en peso del elastéme-
ro, y ambos cuerpos curables de la etapa ¢) se curan si-
nulténeamente mientras estdn en contacto superficisl uno
con otros

68,~ Método segin la reivindicmeién 58, en

el que el elastémero curable de polistileno clorosulfonas

- 21 -
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do incluye hasta aproximadamente 20% en peso de al menos
un caucho de etileno-propileno seleccionado del grupo que
consiste en copolfmeros y terpolfmeros de etileno y propi-
lseno, ‘

T8.- Método de producir un conductor eléetri-
co aislado y blindado eléc'bi-icamen'be.

Tal y como se Jha descrito en la Memoria que
antecede, representado en los dibujos que se acompafian y
para los fines que se han especificado,

Esta Memoria consta de veintidos hojas esg-

critas a mdquina por una sola cara.

Fr1g7:0
Ma.drid, 1 ESLl )9] [N
P.A,
fFernando de Elzabury
Por ('
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